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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ATTACHMENT MATERIALS FOR ELECTRONIC ASSEMBLY -

Part 1-3: Requirements for electronic grade solder alloys and

fluxed and non-fluxed solid solders for electronic soldering applications

FOREWORD

1) The |nternational Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for sandardltlon comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of promote
interpational co-operation on all questions concerning standardization in the elegtnh elds. To
this fend and in addition to other activities, IEC publishes International Standargs\Techyica ifications,
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides z bs “IEC
Publ|cation(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; ay interested
in the subject dealt with may participate in this preparatory work nd non-
governmental organ|zat|ons Ilalsmg with the IEC also partlmpate in 4 closely
with ined by
agrep

2) The national
conslensus of opinion on the relevant subjects since each tedhnjcal, coxamit from all
interp .

3) IEC National
Com t of IEC
Publ for any
misi

4) In o sittees undertake to apply IEC Pubjications
trang al and regional publications. Any dijergence
between any IEC Publicatio regional publication shall be clearly ind|cated in
the latter.

5) IEC approval and cannot be rendered responsible|for any
equi ublication.

6) All upers should 2 estedition of this publication.

7) Nol mployees, servants or agents including individual expgrts and
men] National Committees for any personal injury, property damage or
othe ha oever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fges) and
expe use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC
Publ

8) Atte e references cited in this publication. Use of the referenced publicgtions is
indispe

The Intg gchni¢al Commission (IEC) draws attention to the fact that it is claimed that compliance

with thig may inyvolve the use of a patent concerning in particular alloy compositions. IEC fakes no

position|concerning the eyidence, validity and scope of this patent right.

The holdenof this patent right has assured the IEC that he/she is willing to negotiate licences under reasongble and

non-discriminatory terms and conditions with applicants throughout the world. In this respect, the statement of the

holder o

f this patent right is registered with IEC. Information may be obtained from:

For Sn96Ag2,5Bi1Cu,5:

US PAT No. 4879096
Cookson Electronics Assembly Materials

60

0 Route 440 Jersey City,New Jersey 07304

For Sn96,5Ag3Cu,5, Sn95,8Ag3,5Cu,7 and Sn95,5Ag3,8Cu,7:

US PAT No. 5527628
lowa State University Research Foundation, Inc.

31

0 Lab of Mechanics

Ames, lowa 50011-2131, U.S.A.
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For Sn88In8Ag3,5Bi,5:
JP PAT No. 3040929
For Sn96,5Ag3Cu,5, Sn95,8Ag3,5Cu,7 and Sn95,5Ag3,8Cu,7:

JP PAT No. 3027441

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Matsushita IMP Building 20F 1-3-7, Shiromi, Chouh-ku, Osaka, 540-6319, Japan

For Sn92In4Ag3,5Bi,5

JP PAT No. 2805595

Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd.

Gate City Ohsaki-West Tower 19th Fl. 1-11-1 Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 141-8584, Japan

For Sn96,5Ag3Cu,5, Sn95,8Ag3,5Cu,7, Sn95,5Ag3,8Cu,7 and Sn95,5Ag4,0Cu,5
JP PAT No. 3027441

Seniu-Metallndustry Co L td
T T

Senju Hashido-cho 123, Adachi-ku, Tokyo, 120-8555, Japan

NOTE |Patent rights vary between country of manufacture, sale, use and final d
remain responsible for establishing the exact legal position relevant to their own situabion,

Attentiof is drawn to the possibility that some of the elements of this docume
other than those identified above. IEC shall not be held responsible for identikging a

Dr users

nt rights
ts.

Interngtional Standard IEC 61190-1-3 has been prepared N 3] committee 91:

Electrgnics assembly technology.

This s¢cond edition cancels and replaces the fir
technigal revision. The main changes wth regs
lead-free solder alloy and an amendmeént to\T4

This bilingual version, published in 2008-05, cor

The tekt of this standard iwm
[ ‘FEﬂS\ J Report on voting
Q \91\/667/}{{5 > 91/679/RVD

roval of this standard can be found in the re

Full inf
voting

The Fr i i andard has not been voted upon.

This pdiblicationNhas\been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list pf all parts inthe IEC 61190 series, under the general title Attachment mater
electroni¢/assembly, can be found on the IEC website.

futes a
tion of

port on

als for

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged u

ntil the

maintenance result date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in the data

related to the specific publication. At this date, the publication will be

* reconfirmed;

+ withdrawn;

* replaced by a revised edition, or
*+ amended.
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ATTACHMENT MATERIALS FOR ELECTRONIC ASSEMBLY -

Part 1-3: Requirements for electronic grade solder alloys and
fluxed and non-fluxed solid solders for electronic soldering applications

1 Scope

This pp fC] grade
solder |alloys, for fluxed and non-fluxed bar, rlbbon powder solders a d solderpaste, for
electronic soldering applications and for “special” generic
specifications of solder alloys and fluxes, see ISO 9453 This

standard i i i i tly te/the mAterial's
performance in the manufacturing process

Special electronic grade solders include all solders W|ch t th the
requirg i ' i 2 special
solders solder

powdefs, etc.

2 Normative references

The fo
dated [
the referenced document (i

nt. For
tion of

IEC 60(194, Printed boarthdesig

IEC 61190—1—1:

for soldlering fluxes'fp

irements

IEC 61 als for electronic assembly — Part 1-2: Requirements for
solder grconnections in electronics assembly

IEC 61 S : for electrical materials, interconnection structures and assgmblies
— Part p: printed board assemblies

IEC 61189-6) Test mrethods for electrical materials, interconnection structures and assg@mblies
— Part psTest methods for materials used in manufacturing electronic assemblies

ISO 9001, Quality management systems — Requirements
ISO 9453, Soft solder alloys — Chemical compositions and forms

1ISO-9454-1:1990, Soft soldering fluxes — Classification and requirements — Part 1: Classifi-
cation, labelling and packing

1ISO-9454-2:1998, Soft soldering fluxes — Classification and requirements — Part 2: Perform-
ance requirements
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3 Terms and definitions

For the purposes of this document, the terms and definitions given in IEC 60194, as well as the
following apply. Terms marked with an asterisk (*) are taken from IEC 60194 and are reprinted
here for convenience.

3.1

acceptance tests *

those tests deemed necessary to determine the acceptability of a product and as agreed to by
both purchaser and vendor

3.2

alloy
substapce having metallic properties and being composed of two or mo
which at least one is an elemental metal

ents of

3.3
basis metal *
metal yipon which coatings are deposited, also referred to &

3.4
corrosion (chemical/electrolytic) *
attack pf chemicals, flux, and flux residu®

3.5
density (phototool) *
mass gf a surface per unit volume, usug

3.6
dewetting *

conditipn that resylts w
shaped mounds Ide
and with the basis

3.7

eutect
alloy h
alloy s

gularly
solder

or an

3.8
eutect
isothermal reversible reaction in which, on cooling, a liquid solution is converted into|two or
more intinfately mixed solids, with the number of solids formed being the same as the number
of components

3.9

flux *

chemically - and physically-active compound that, when heated, promotes the wetting of a base
metal surface by molten solder by removing minor surface oxidation and other surface films
and by protecting the surfaces from reoxidation during a soldering operation

3.10

flux characterization *

series of tests that determines the basic corrosive and conductive properties of fluxes and flux
residues
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3.1
flux residue *
flux-related contaminant that is present on or near the surface of a solder connection

3.12
liquidus
temperature at which a solder alloy changes from a paste form to a liquid form

3.13

nonwetting (solder) *
partial adherence of molten solder to a surface that it has contacted and where basis metal
remains—exposed

3.14
lead-friee solder
solder jalloy the lead content of which is equal to, or less than 0,10

3.15
solder|*
metal alloy with a melting temperature that is below 450-°

NOTE Metal alloy with a melting temperature less than 450 °C |s cléssjfied as)”

3.16
solderpbility *
ability pf a metal to be wetted by molten

3.17
solidup
tempetature at which a solde

3.18
wetting, solder<>
formatjon of a reldtj

metal.

6lid to a paste form

», unbroken, and adherent film of solder to a basis

4 CI
Solder G 3 d by this standard shall be classified by alloy composition,|solder
form, f srcehtage and by other characteristics peculiar to the solder materipl form.

4.1 |A|on composition

The solder alloys covered by this standard are the alloys listed in Tables B.1, B.2 and B.3 and
include pure tin and pure indium. Each alloy is identified by an alloy name composed of a
series of alphanumeric characters. These characters identify the component elements in the
alloy by chemical symbol and nominal percentage by mass. They terminate with an arbitrarily
assigned alloy variation letter (A, B, C, D). Alloys are also identified by an alloy short name.
This is an alphanumeric designation composed of the chemical symbol for the key element in
the alloy (see Clause A.4), the nominal percentage of that element in the alloy and the
arbitrarily assigned alloy variation letter.

Tables B.1, B.2 and B.3 identify alloy composition, short name and temperature characteristics;
Table B.4 cross-references solidus and liquidus temperatures to alloy names and Table B.5
cross-references ISO alloy numbers and designations from ISO 9453 to alloy names.
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4.2 Solder form

Table 1 shows the forms of solder materials covered by this standard listed with their single-

letter d

esignating symbols.

Table 1 — Solder materials

Identifying symbol

Solder form

F

Flux (only)

Paste (cream)

Bar

4.3

The fl
requirg

Powder

Ribbon

Wire

nw|ls|x|O||w| T

Flux type

X types used in/on solders covered by t
ments for fluxes are covered by IEC 61190-1-

®

Special /\\

The
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Table 2 — Flux types and designating symbols

61190-1-3 © IEC:2007

Flux materials

ags a
of composition

Flux activity levels

wt. % halide °

IEC flux
designator ¢

1ISO flux
designator d

Rosin Low (<0,01) LO ROLO 1.1.1
(RO) Low (<0,15) L1 ROL1 1.1.2.W, 1.1.2.X
Moderate (<0,01) MO ROMO 1.1.3.W
Moderate (0,15-2,0) M1 ROM1 1.1.2Y,11.2Z2
High (<0,01) HO ROHO 1.1.3.X
High (>2,0) H1 ROH1
Resin Low (<0,01) LO RELO
RE) Low (<0,15) L1 REL1
Moderate (<0,01) MO
Moderate (0,15 — 2,0) M1
High (<0,01) HO
High (>2,0) H1 \
Ofganic Low (<0,01) Lo N 21.,223E
OR) Low (<0,15) L1 OR -
Moderate (<0,01) MO @R 0 -
Moderate (0,15 — 2,0) M ORM1 21.2,2.2.2
High (<0,01) 0 ORHO 2.2.3.0
High (>2,0) HTN ORH1 2.2.2
Inqrganic \) Not applicablg
IN) (inorganic 1S{ flux is

different)

Fluxe

See
acti

The
expl

ISO

r comparisons of RO, RE, OR and IN composition classes and L, M and H

ce and presence of halides, respectively. See 4.2.3 of IEC 61190-1-f for an

4.4 Flux percentage and metal content

The nominal percentage of flux, by mass, in solid-form solder products is identified as the flux
percentage. The flux percentage in/on solid solders is identified by a single alphanumeric
character in accordance with Table 3. “Metal content” refers to the percentage of metal in
solder paste (see IEC 61190-1-2).
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Table 3 — Flux percentage

Design Nominal Allowable Design Nominal Allowable Design . Allowable
symbol range symbol range symbol Nominal range
% % % % % %
0 None 5 2,5 22-28 A 5,0 4,7-53
1 0,5 0,2-0,8 6 3,0 2,7-33 B 5,5 52-5,8
2 1,0 0,7-1,3 7 3,5 3,2-3,8 Cc 6,0 57-6,3
3 1,5 1,2-1,8 8 4,0 3,7-43 D 6,5 6,2-6,8
4 ’7‘{'\ 177 ’77'2 Q /1‘1-'\ /17’7 /1752

4.5 Dther characteristics

Standdrd bar solders are further classified by unit mass. Wire sglde
wire sige (outside diameter) and unit mass. Ribbon solders are
width gnd unit mass. Powder solders are further classified b
and unjit mass.

5 Reaquirements

5.1 Materials

Materials shall be used which permi to conform to the sgecified
requirgments. The use of recovered/or recycled\imaterials is encouraged. Recovdred or

recyclgd materials shall conform to or € cem arablestandards for virgin raw materjals.

5.2 Alloys

The solder alloy shal ' Annex B). For the purposes of this standard,
electronic grade* a g isted in Tables B.1, B.2 and B.3, including pgure tin
(Sn99)and pure ihd ants listed in Tables B.1, B.2 and B.3 for an alloy are

erits of that alloy. Only the component elementg of an
alloy are desirabk nts are impurities for that alloy. To the maximum| extent
feasibl { ified, solder alloy metal, including solder powder, shall be a
homogenous gponent elements of the alloy, such that each particle| of the
metal |s gss otherwise specified, the percentage by mass of impurity
element are identified with an “A”, “B”, or “C” suffix shall not excdged the
following e’ values listed in 5.2.1, 5.2.2, and 5.2.3 respectively, apd the
percentage by s impurity elements in alloys which are identified with a “D” suffix shall
conform tosthe reqti ents in 5.2.4.

Ag-6;65 Au—8;05 Gu—0;65 Ni+—0-64 SA-0:25
Al: 0,001 Bi: 0,10 Fe: 0,02 Pb: 0,10 Zn: 0,001
As: 0,03 Cd: 0,002 In: 0,10

The percentage of each element in an alloy shall be determined by any standard analytical
procedure. Wet chemistry shall be used as the referee procedure.

5.21 Variation A alloys

In alloys which are identified with an “A” suffix, the percentage by mass of antimony (Sb) as an
impurity element shall not exceed 0,50.
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5.2.2 Variation B alloys

In alloys which are identified with a “B” suffix, the percentage by mass of antimony as an
impurity element shall not exceed 0,20.

5.2.3 Variation C alloys

In alloys which are identified with a “C” suffix, the percentage by mass of antimony as an
impurity element shall not exceed 0,05.

5.2.4 Variation D alloys

Alloys ldentified with a “D” suffix are ultra-pure alloys that are intended fo
die attachment applications. In alloys identified with a “D” suffix, the comk

by mags of all impurity elements shall not exceed 0,05 and the combj
mass gf each of the following sets of impurity elements shall not excég

se in barrier-free
8 ntage

ge by
Sef 1: Be, Hg, Mg, and Zn. Set 2: As, Bi, P, and

5.3 Solder forms

This standard covers solders in the form of bars, Wi i powders, and ppecial
solderg. Normally bar solders and solder powder _are nvife, ribbon, and gpecial

solderg nd flux-coated| Users
should es 1 grm characteristics that are
availal ‘ » imum extent feasible.

5.3.1

The n i h, and the nominal mass shall|be as
specifi . erwise specified (see Clause A.2 d)), the actual| cross-

sectior] area shall not

not vaty from the nom
the noinal valu’q >, ¢
eyes, gre classified

Z by more than 50 %, the actual length shall
20 %, and the actual mass shall not vafy from
oks or

5.3.2
The wi Unless
otherw bn, the

putside
chever

wire s
diamelr
is greater.

5.3.3 Ribbon solder

The ribbon thickness and width, flux type, and flux percentage shall be as specified (see
Clause A.2 g)). Unless otherwise specified (see Clause A.2 h)), ribbon solders shall have a
rectangular cross-section, and the actual thickness and width shall not vary from their nominal
values by more than £5 % or £0,05 mm, whichever is greater.

5.3.4 Solder powder

The powder size and shape shall be as specified (see Clauses A.2 i)) and A.2 j)). The
characteristics of six standard solder powders, sizes 1 through 6, are listed in Table 4. When
shape is not specified, solder powder shall be spherical. Solder powder shall be smooth and
bright and free of adhering small particles and oxides to the maximum extent possible.

NOTE Solder powders made with high-lead alloys are not “bright” by nature, but they should not appear unusually
dark. Solder powders which contain more than one solder alloy (multiple-alloy powders) are classified as special
solders.
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Table 4 — Standard solder powders

Powder Percentages of powder by mass
size
None larger Less than 1 % At least 80 % At least 90 % Less than 10 %
symbol
than larger than between between smaller than
um um um um um
1 160 150 150 - 75 20
2 80 75 75— 45 20
3 50 45 45 - 25 20
4 40 38 38-20 20
5 28 25
6 18 15

5.3.4.1 Powder size
Maximbm particle size shall be determined in accordance wi  6X04.

Powdef particle size distribution shall be determined in & N CRAWi C 61189-¢, Test
methodls 6X01, 6X02 or 6X03.

5.3.4.2 Powder shape

Solder|powder shape shall be determi & i Dscope
with st S scopic
imaging analysis method. Solder powde S i of the
particlgs with a length to width ratio of 1: wders.

Solder|powders having a light beam sc i that is
equivalent to the above | other
powdefs shall be classified\a

5.3.5 Special :Id
All pertinent charactefi
Clause i
classif

es for special form solders shall be specifigd (see
solders which do not fully conform to another| solder
IEC 61190-1-2. Special solders include, but gre not

necess s with hook or eye ends, chips, ingots, multiple-alloy
powde sleeves, etc.

5.4

The flux typesand form shall be as specified (see Clause A.2 [)). Fluxes used [in the
manufactufeof solder products shall conform to the requirements of IEC 61190-1-1. [Fluxes
shall Have been fully tested and characterized in accordance with IEC 61190-1-1, and shall
have n ) ) " ; L

5.41 Flux percentage

The percentage by mass of flux infon solders shall be as specified (see Clause A.2 m)). For
fluxed solders other than solder paste, the flux percentage is identified in accordance with
Table 3. The flux percentage of flux-coated and/or flux-cored solder shall be determined in
accordance with IEC 61189-6, Test method 6C09.

5.4.2 Solder cores

Unless otherwise specified (see Clause A.2 n)), the core(s) of flux-cored solders may be of any
construction, provided it is (they are) continuous, uniform in cross-section, and symmetrically
disposed in the solder. When appropriate, the core(s) in the solder should be sealed at both
ends by a suitable means to prevent flux from leaking out.
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5.4.3 Solder coatings

Unless otherwise specified (see Clause A.2 0)), the coatings on flux-coated solders shall be
dry and tack-free such that individual pieces do not stick together when the temperature and
humidity are maintained at, or below, 25 °C and 60 % RH.

5.5 Flux residue dryness

When specified (see Clause A.2 p)), the dryness characteristics of the reflowed residue of
fluxed solders shall be determined in accordance with IEC 61189-5, Test method 5X12. When
a fluxed solder is tested in accordance with Test method 5X12, the flux residue of “no-clean”
solders and, when specified, other flux type solders, shall be free of tackiness (‘not tacky’).

5.6 Ppitting

When pecified (see Clause A.2q)), the spitting characteristics of ribbon
solders :

5.7 Solder pool

When [specified (see Clause A.2 r)), the solder pool ¢ha 0 hall be
deternlined in accordance with IEC 61189-5, Test mgthaod . tested
in acc S solder
over the coupon to form integrally ther 9 a thin
edge. [There shall be no evidence @ ) ' be any
evidenge of spattering, as indicated by the p butside
the main pool of residue. Irregularly shaps i vetting

or nonyvetting.

5.8 | abelling for prod«

Unless| otherwise speg

name ¢r alloy shopt nak
otherwjse specif'
written| documentatio

following informatioq

e alloy
Unless
rs, and
th the

a) the

b) the

c) the prxoduet desaription, and the manufacturer's designation of the solder prod{ict;
d) the ) ‘ der (and nominal unit mass of bar solder);

e) the

f) the|ldate(s) of manufacture;

g) expected useful life of solder product, if applicable;

h) all applicable health and safety markings including lead free marking or lead containing
marking;

i) any other information which may be pertinent to the particular solder form;

j) any other markings or labelling specified in the contract or purchase order.

5.9 Workmanship

Solder products shall be made uniform in quality and free from defects which limit service life
or affect the serviceability or appearance.
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6 Quality assurance provisions

6.1 Responsibility for inspection and compliance

The user shall specify the qualification and quality conformance inspections (see Clause A.2 t)).
The solder product manufacturer is responsible for the performance of qualification and quality
conformance inspections. The manufacturer may use his own or any other facility for the
performance of these inspections, unless the facility is disapproved by the user.

It is the responsibility of the manufacturer to ascertain that all solder products or supplies
delivered to the user, or submitted for user acceptance, conform to the requirements of the

contract-or pnrr‘hncn order and Clause 5 above., The absence of any |nclr_\nr\hnn FOQUHE ments

shall npt relieve the vendor of this responsibility.

inspection(s) excluding the performance inspections defined in this
a part|of the contractor's overall inspection system or qualit
responisibility for ensuring that all products or supplies submit
comply with all requirements of the purchase order contrac

6.1.1 Quality assurance programme

When fequired by the user, a quality assurance
specification shall be established and v v
agreed on between user and manufact

erwise
iyity.

6.1.2

Test/mleasuring equipme
to permit performance o
designpted by the supph
the acguracy of the
requirgments of

uantity
ined or
control
general

6.1.3

Unless
conditi

he test

6.2

The ing

a) materials inspection (6.3);

b) qualification inspection (6.4);
c) quality conformance (6.5).

Figures 1 through 4 are suitable for, and recommended for, recording the results of alloy and of
solid form solder inspections. Where applicable, definitive results should be entered on the
report forms. Where definitive results are not required or appropriate, successful completion of
inspections should be indicated by check marks on the report forms.
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Test report on solder alloy (for suffix A, B, and C alloys)

Enter appropriate information in top portion and requirements columns of report and complete
report by entering the test results or checkmarks in the appropriate spaces.

Alloy designation:

Manufacturer's identification:

Manufacturer's batch number:

Date of manufacture:

Date in epnnfinn nnmplnfnd- Quverall results® Pass Eail

Testing methods used:

RO

Inspeclion performed by: Witnessed by < \
N\
Elements Required percentages
Percentage in Eail Tepted by
As an alloy As an impurity sample gs/Fal and date
element element
Ag 0,05 Max / \
Al 0,001 Max /\K } / X

As oo3maN | N N (L) D
\OX _ |/

Cd 0,002 M(?x C >

cu NGNS
N )

In [ 0,10\Max)
IO REEETT
z NG T
Sb? 0,50)Max
VMax

0,05 Max

sl NN | 025 x
Zn ~X \ 0,001 Max

N

1. Overdll results: Check "Pass" if the test results for all elements conform to the requirements, otherwide check
"Fail."

2. Pass/Fail: Enter "P" for an element if test results conform to the actual requirement, otherwise, enter "F."

3. When antimony (Sb) is an impurity in the alloy being tested, check the appropriate Sb percentage requirement in
column 3.

Comments:

Figure 1 — Report form for solder alloy tests
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Test report on solder powder

Enter appropriate information in top portion and requirements columns of report and complete
report by entering the test results or checkmarks in the appropriate spaces.

Alloy designation:

Powder size number

Manufacturer's identification:

Manufacturer's batch number:

Date of manufacture:

Quverall results®

Pass

Eail

Date in epnnfinn com plnfnd-

Testing methods used:

RO

O\

Inspeclion performed by: Witnessed by
Inspections Requirements Test results \%N\Hz Tg¢sted by
obtalne/d/\ . ahd date
Material \ \ >
Visual / \
T
Max. pqwder size: & \d Q \>
0 % lafgerthan ___ um <\
Powdef size:
<1%largerthan ___ um
>80 % between - Q \\
>90 % between - p g \\/
< 10 %|smaller than __b{n/\ (\ ./
Powdershape  /"\_ \ >
1. Overdll results: Chec s&@fcr all elements conform to the requirements, otherwide check
"Fail."
2. Pass/Fail: Enter "P{ for\an st re’sults conform to the actual requirement, otherwise, enter "F."

Commgnts: /\

ANERA AN

>

S
NS

~/

Figure 2 — Report form for solder powder tests
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Test report on non-fluxed solder

Enter appropriate information in top portion and requirements columns of report and complete
report by entering the test results or checkmarks in the appropriate spaces.

Solder designation:

Inspection purpose:

Qualification

Quality conformance A Manufacturer's batch number:

QPL I.D. Number:

Manufacturer's identification:

Shelf-life extension

Herformance

Date irfspection completed:

Testing methods used:

(‘lmlify conformance B Date of manufacture:

Original USE-BY date:
Revised USE-BY date:

(
A< _

/\\\

Inspection performed by:

Witn se\y\\ \\/

Inspections

Requirements Te{t\r)ep@}s

([ ubta

\P8\§/1\-'all

Te
ar

sted by
d date

Material / N\ % ( U ‘\/
Visual > \\/
__Digmeter of wire or

Width of ribbon or
___Length of bar

Qe N\

____Thilckness of r'liin
___Crgss-Sect. areg-b

A\

AN

Other yisual tests< \

Alloy X

AN

\\\\

S

>

N\
\

1. Overdll results: CMass if the test results for all elements conform to the requirements, otherwig

"Fail."

e check

2. Pass

Comments:

ail: Enter "P" for an element if test results conform to the actual requirement, otherwise, enter "F."

Figure 3 — Report form for non-fluxed solder tests
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Test report on fluxed wire/ribbon solder

Enter appropriate information in top portion and requirements columns of report and complete
report by entering the test results or checkmarks in the appropriate spaces.

Solder designation:

Inspection purpose: QPL I.D. number:

Qualification Manufacturer's identification:

Quality conformance A Manufacturer's batch number:

(‘lmlify conformance B Date of manufacture:

Shelf-life extension Original USE-BY date:

Herformance Revised USE-BY date:

Date irfspection completed: Overall Results": \%&\ }‘9\>
Testing methods used: ; >

Inspection performed by: Witn se\y\\ \\/

Inspections Requirements Te{t\r)ep@}s \Pe\yi\-'all Tepted by

f\b a arjd date

Material / N\ % ( U ‘\/

Visual PN

D
W|dth of ribbon or

dmeter of wire or Q:B \>

___Length of bar

____Thilckness of r'lijn
Crpss-Sect. aregb,

A\
Other yisual tests< \

Alloy N

Flux \ ‘\\ \

Flux pefc tag¥\ \ X

Wetting \ \

1. Overall results: Check "Pass" if the test results for all elements conform to the requirements, otherwise check
"Fail."

2. Pass/Fail: Enter "P" for an element if test results conform to the actual requirement, otherwise, enter "F."

Comments:

Figure 4 — Report form for fluxed wire/ribbon solder tests
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6.3 Materials inspection

Materials inspection shall consist of certifications, supported by verifying data that the
materials used in manufacturing solder products are in accordance with the applicable
referenced specifications and standards prior to use. Certifications and verifying data
applicable to qualification test samples should be made a part of the qualification test report.

6.4 Qualification inspections

Qualification inspections consist of examinations and tests of materials, processes and
products needed to ascertain that a manufacturing facility has the necessary facilities and
expertise to make acceptable solder products. In determining the acceptability of a
manuf@ciuring facility as a source for solder producis, USEers are encouraged to uilllze the
documented results of product inspections previously performed by the manufacturing.fafility to
the mgximum extent possible in lieu of requiring new qualification inspeécii der product
samplgs, which have been produced using the materials, eq 9 s and
procedures used in production, shall be subjected to the qualific lecified
(see Clause A.2 t)). The standard qualification inspections for g6ld¢ by this
standard are listed in Table 5. Unless otherwise specified (sge Glause™A2)y)), ification
inspections shall be conducted using the procedures specifiéd

6.4.1 Sample size

Samplé¢ size should be appropriate for the sold being
performed.
6.4.2 Inspection routine
The sample shall be subjected to the in
able 5 pections
AN QN
InspeWs \ \>Qualification Quality confornance

Materig

9

oA
Yo%

d

Visual RS 2\ X X
Alloy cpmposition & \\ \/ X X
Flux craracter'{{a%n\ \ X X
Flux ch apa(:‘ter\is\%:s \\ \ X X
Flux pq rMe\ \ ) X X
Powder size \ X X
Maximyim powder size X X
Powdel shape X X
Flux residue dryness X
Solder pool X
Spitting X
Packaging X

6.5 Quality conformance

The material manufacturer shall perform those inspections necessary to insure that the
process is in control and to insure that the product is within specification limit.
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Inspection routine

The material shall be subjected to the inspections specified in Table 5.

6.5.2

Sampling plan

Statistical sampling and inspection shall be in accordance with an agreed to (between user and
supplier) quality programme (see 6.1.1).

6.5.3

Rejected lots

If an inspection lot is rejected, the supplier may rework it to correct the defects or screen out

the defective units and re-submit for re-inspection. Re-submitted lots shallbe

tightened inspection. Such lots shall be separate from new lots, and shg earlyid
as re-inspected lots.

6.6 Preparation of solder alloy for test

6.6.1 Core

Carefu

ends o
conditi

6.6.1.1

flame $

providi

NOTE
satisfac

6.6.1.2

Using
specia

7 Pr

Unless
packag

ery — Preservation, packing and packaging

otherwise spécified in the contract or purchase order, the preservation, p
ing,-and exterior marking of soldering products shall be equivalent to, or better th

ot otandord Aapmara araial Arontiao

spectet using

ntified

solder
ble, in

ine both

minous
rtness

ty.

Vil work

making

hcking,
an, the

suppliet

S-Sstahaaraecommeretar pPTractactT
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Annex A
(informative)

Selection of various alloys and fluxes for use in electronic soldering —
General information concerning IEC 61190-1-3

This annex contains information of a general or explanatory nature that may be helpful, but is
not mandatory, for the application of this standard.

A.1 Intended use

Alloys |covered by this standard are intended for use in various\cohs industrlal and
commercial electronic soldering applications of industry and, 0 hment,
in applications on government electronic hardware. The folls wmg N : conpments
regard|ng the selection of various alloys and fluxes for ic\ soldering.| Users
should| consult with applications experts at various afa i compan|es for
detailefd alloy and flux selection and usage informatio

A1.1 | Alloys

Tin-legd solder alloys, particularly eutectic™and pys, are used to make|solder
connegtions in hardware assemblies and\ for™a & ourpose soldering applications. A
broad fange of alloys are available to iations in electronic soldering, such as
lead tin

A.1.1.1 Antimony 3

A slight amount of.anti 2 % to 0,5 %) was previously added to tintbased
electronic solde called “tin pest”, where ultra-pure tin transforms
at very| low temperatyre ) orm to white powder. The minimum requirement for

antimony in tin baseé ' gn deléted, because current test results indicate “tin pest” is

not a problem w. en, the ti |s diluted with 0 2 % of almost any other metallic elemgnt and
therefdre the y—ih tin-lead solder alloys is an unnecessary addefl cost.
Althoug i Yk gm in most solder alloys, the rapid formation of antimony-silver
intermetallics \require ed level of antimony in alloys containing silver to prevent

reductiof i icial &ffects of silver.

A.1.1.2

Bismufh s used in solderlng alloys to ach|eve ultra-low soldermg temperatures Bismuth alloys
generaliyexhibit-poorwettingcharacteristicsand-have high-diele

A1.1.3 Cadmium alloys
Cadmium alloys are useful for electromagnetic shielding. Because of possible carcinogenic

effects of cadmium, appropriate measures for personal safety should be used when soldering
with alloys containing cadmium.

A1.1.4 Copper alloys

Copper is added to tin-lead alloys to reduce tip degradation on soldering irons used in hand
soldering operations.
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A.1.1.5 Gold alloys

Ultra-high purity gold alloys are used in barrier-free, die-attachment applications. Standard gold
alloys are advantageous in high-reliability hybrid assembly and are used in assemblies which

operate at microwave frequencies.

A.1.1.6 Indium alloys

Indium-based soldering alloys provide some advantages when soldering to gold coatings as
long as the soldering temperature of 120 °C is not to be exceeded for long periods of time.
When a high temperature, humidity, and/or salt spray operating environment is expected to be
encountered by the assemblies being soldered, indium based soldering alloys should not be

used

Users
becaus

A.1.1.7

Silver-
which
complg
and to

A.1.1.8
Althou

includgd in this listing because some e
to conform to “lead free” i

A.2 Acquisiti:f £
Acquisftion docum

a) number, revi

b) allg

Cc) no

d) cro

e) wir

f) wirp diameter tol€rance, if different (see 5.3.2);

g) thickness width flux type and flux percentage of ribhon solder (see 5.3 3):

hndard

copper

r parts
ring is
pristics

5 been
Ising it

h) ribbon thickness and width tolerances, if different (see 5.3.3);

i) standard powder size number (see 5.3.4 and Table 4) or size characteristics of non-

standard powder;
j) powder shape, if different (see 5.3.4);

k) complete and detailed characteristics of special form soldering products being acquired

(see 5.3.5);
[) flux type (see 5.4);
m) flux percentage (see 5.4.1);
) core requirements, if different (see 5.4.2);
o) condition required for coatings, if different (see 5.4.3);
) flux residue dryness test, if required (see 5.5);


https://iecnorm.com/api/?name=4def8634e5b992ebbd75ec249bf77c89

- 24 - 61190-1-3 © IEC:2007

g) spitting test, if required (see 5.6);

r) solder pool test, if required (see 5.7);

s) marking requirements, if different (see 5.8);

t) qualification and quality conformance inspections, if different (6.1);

u) qualification and quality conformance inspection procedures, if different (see 6.4);

v) preservation, packing, packaging, and exterior marking requirements, if different (see
Clause 7).

A3

Standard solder product packages

Buyers
etc., th
Where

A.3.1

Wire s
Ribbon

0,5 kg,

manufacturers.

A.3.2

Bar so
nomina
Signifid
differe
proces
a parti
of the

A3.3

Solder

unit masse

A.4

A.41

Bar solders

powde

Lead containing solder alloys and specialty alloy (see Tables B.2 and B.3)

s. The
10 kg.
Hensity

bar of
her bar

The short names for alloys shall be five characters in length, composed of the two-letter
chemical symbol for the key element in the alloy, a two-digit number representing the nominal
percentage of the key element in the alloy, and an alloy variation letter which generally defines
variations in allowable impurities (see 5.2).

Gold (Au) is the key element, in all alloys in which gold is a component element.

Bismuth (Bi) is the key element, when bismuth is a component element, but not gold.

Cadmium (Cd) is the key element, when cadmium is a component element, but not gold or
bismuth.

Indium (In) is the key element, when indium is a component element, but not gold, bismuth or
cadmium.
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Tin (Sn) is the key element in all alloys whose component elements are a combination of tin
and lead or are a combination of tin and silver.

Lead (Pb) is the key element in all alloys whose component elements are a combination of tin,
lead and antimony or are a combination of tin, lead and silver or are a combination of tin, lead,
silver and antimony.

Antimony (Sb) is the key element in all alloys whose component elements are a combination of

tin and

antimony.

Silver (Ag) is the key element in all alloys whose component elements are a combination of

lead ar

Coppef

tin and
and co

A.4.2

The sh
each K|
three-di
key allp
A Sil

Bis

Co

l H los b e H ol s
U oShivel Ul dirc a CUTTTUITTaudutrt UT UurT, Sshiver, CUPPTT aliu arttimiully.

pper.

Lead-free solder alloys (see Table B.1)

er
muth
bper

An
Zin

The sh
assum

Di

X:

XX ¥

XXX
For

B

C

N Indjum
S anf
z

g

imony
C

ort name@

2d.

hase element (i.e. tin) in lead-free alloys as

age of key elements as follows:
orresponds to 0,5 % by weight)

A.5

Standard description of solid solder products

tion of

in, silver

bol for
one to
y. The

this is

The description of a solid solder product should identify all appropriate characteristics, such as:
alloy, solder form, flux type, flux percentage, product size and product unit size. A complete
description of special solid solder products usually requires a tabular or narrative format,
because the number of possible variations in characteristics cannot be easily coded into a
concise description format.
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,b
Table B.1 — Composition and temperature characteristics of lead-free solder alloys1 :

Alloy Short Sn Cu Bi In Ag Sb Other Temperature
name ramet compenent | TG

o o o o o or\ Solid Liquid

Sn99° Sn99 99,9 ,\(\\ ( 232 mp
Sn97Ag3 A30 REM-97,0 3 {\ 221 224
Sn95Ag5 A50 REM-95,0 AN\ 221 240
Sn96,5Ag3,5 A35 REM-96,5 3& NG \ A4 221 ea
Sn96,3Ag3,7 A37 REM-96,3 IR\ 221 228
Sn99CuU,7Ag,3 C7A3 | REM-99,0 07 - = [egmelo | \- - 217 | 227
Sn95CU4Ag1 ca0at0 | REM-950 [40s050] - [ ()] <N N - 217 | 353
Sn92CuUAg2 C60A20 | REM-920 | g A M / (\2,0\> - - 217 380
Sn96,5Ag3Cu,5 | A30C5 | REM-96,5 \Q \ » 3 - - 217 220
Sn95,8Ag3,5Cu, ] A35C7 | REM-95,8 ?/f \ N\ 35 _ _ 017 | 218
Sn95,5Ag3,8Cu, A38C7 WS'S/ 3\7 5 \/ 3,8 217 226
Sn95,5Ag4,0Cu, A40C5 r %E%—%\jﬁ 0\5\ - ) — 4,0 — — 217 229
Sn96Ag2,5Bi1Cu A25BJ0C5 W\}»{ \}{\ 1,0 2,5 213 218
Sn42Bi58 &'@Q Q{EM- 0 N 58,0 - - - - 139 ea
Sn99,3Cu,7 C/Z\Q \@N,s \\/ - - - - - 227 ea
$n97Cu3 630 \ \REM97)B. | /3.0 - - - - - 227 | 310
Sn48In52 M{E\ QSMA \ - - 52 - - - 118 ea
smsmsma,sm,sZ\No@ \S\EM-ee,o - 05 | 80 3,5 - - 196 | 206
Sn92In4Ag3,5Bi, \@Ass\sg NKEM-92,0 - 05 | 40 3,5 - - 210 | 216
Sn95Sb5 s/ | REM-95,0 5,0£0,50 235 | 240
Sn91zn9 790 REM-91,0 - - - - - Zn9,0 199 ea
Sn89Zn8Bi3 Z80B30 | REM-89,0 _ 3,0 _ _ _ Zn8,0 190 197

1 For footnotes to Table B.1, please see the following page.
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Table B.1 (continued)

Alloy Short Sn Cu Bi In Ag Sb Other Temperature
name name ompment |
% % % % % % Solid Liquid
Sn95Sb5 S50 REM-95,0 5,0£0,50 235 240
Sn91Zn9 Z90 REM-91,0 - - - - - Zn9,0 199 ea
Sn89Zn8Bi3 Z80B30 REM-89,0 - 3,0 - - - Zn8,0 190 197

@ Except where otherW|se |nd|cated the component elements in each aIon shaII not vary from the|r tabulated percentage by more

than + 0,20
greater tharf
within the f
with a numi
actual perce

alloy.
b

C Alloy Sn99 i
alone solde
for a gover

waiver.

d

For labelling

The key allqyi

A

n Z O

z

The short n

Digits are u
x = 0,X
XX = X,
XXX =

For ex

€ Alloy subjec]

The solidus
formulation
temperaturg
the correct
before use.

Short name

sil
bis

co

indi

anfi

zin

and liquidus temperature values are provided for information only
of the alloys. In the “Liquid” column, “ea” indicates eutecti

te patent rights, see FOREWORD for patent holders.

ated percentage is
than 5,0 must fall
E “REM” appearing
f that alloy with its
hat element in the

Fequirement in the
tabulated solidus
made to document

pr use as a stand-
e being fabricated
j, specification, or

ines below:
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,b
Table B.2 — Composition and temperature characteristics of common tin-lead alloys?2 :

Alloy Short Sn Pb Bi In Ag Sb Other Temperature
name name component °C
% % % % % % elements "o lid | Liquid
Sn01Pb98AGO1B Pb97B | 1,0 | REM-97,5 1,5 309 ea
Sn02Pb9sA Sn02A | 2,0 | REM-98,0 320 325
Sn02Pb96Sb02A Pb96A | 2,0 | REM-96,0 2,0 299 307
Sn03Pb7A Sn03A | 3,0 | REM-97,0 314 320
Sn03Pb95Ag03B PDHI5B 3,0 REM-95,0 2,0 T~ 305 306
Sn05Pb95A Sn05A | 5,0 | REM-95,0 N 308 312
Sn05Pb94Ag01B Pb94B | 5,0 | REM-93,5 1,5 A O\ 296 301
Sn05Pb93Ag04B Pb93B | 5,0 | REM-92,5 2,5 \ 280 | 284
Sn08PbY2A Sn08A | 8,0 | REM-92,0 NAS N T Jeso 305
Sn10PbY0A Sn10A | 10,0 | REM-90,0 N WY\ 275 302
Sn10Pb88AG04B Pb88B | 10,0 | REM-88,0 20N WA\ 268 | 290
Sn16Pb32Bi52h Bi52A | 16,0 | REM-32,0 | 52,0 ~ 96 ea
Sn18Pb80AQ03 Pb802B| 18,0 | REM-80,1 AN\ Z9 A 178 | 270
Sn20Pb80A Sn20A | 20,0 | REM-80,0 N\ A AL 183 | 277
Sn20Pb80Sb4A Pb80A | 20,0 | REM-80,0 N [d.20-050 183 | 277
Sn20Pb79Sb01A Pb79A | 200 | REM-79,0 [/ 1,0 184 | 270
Sn25Pb74Sb01A Po7aa | 250 |REm740 [\ () % 1,0 185 | 263
Sn30Pb70A sn3oa | 304 [ Rem7o.0h\ 1 183 254
Sn30Pb70Sb4A Pb70A 0 TREM-7¢:6] ) 0,20-0,50 183 | 254
Sn30Pb68Sb0A Pbesa | 30,0 .68, 1,6 185 | 250
Sn34Pb20Bi46A Bi46A 0 I({M-%\O 60 100 ea
Sn35Pb65A sn3sad 350 PeEMema N, 183 | 246
Sn35Pb65Sb4A Pbe5A 0 KREM65.0/ 0,20-0,50 183 | 246
Sn35Pb63Sb07A /Pbe3A\| Y50\ | REM-63.2 1,8 185 243
In26Sn38Pb37A n26a N\a7% | REM-36,5 26,0 134 181
sna0Pb6oA |\ [sae0ATN40,0 ) | REM-60,0 183 238
Sn40Pb60Sb4A 50A [\40,0 | REM-60,0 0,20-0,50 183 | 238
Sn40Pb58Sb07A Pb58ANY 40,0 | REM-57,8 2,2 185 | 231
Sn43Pb43Bi14h Bi14A | 43,0 | REM-43,0 | 14,0 144 163
Sn45Pb55A Sn45A | 45,0 | REM-55,0 183 | 226
Sn46Pb46Bi08A Bi0BA | 46,0 | REM-46,0 | 8,0 120 167
Sn50Pb50A Sn50A | 50,0 | REM-50,0 183 | 216
Sn50Pb50Sb4A Pb50A | 50,0 | REM-50,0 0,20-0,50 183 | 216
Sn50Pb49CU01A Cu01A | 50,0 | REM-48,5 Cu=15% | 183 | 215
Sn50Pb32Cd18A Cd18A | 50,0 | REM-32,0 Cd=18,0% | 145 ea
IN20Sn54Pb26A In20A | 54,0 | REM-26,0 20,0 136 152

2 For footnotes to Table B.2, please see the following page.
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Table B.2 (continued)

Alloy Short Sn Pb Bi In Ag Sb Other Temperature
name name component °C
% % % % % % elements " solid | Liquid

Sn60Pb40A Sn60A | 60,0 | REM-40,0 183 191
Sn60Pb40Sb4A Pb40A 60,0 REM-40,0 0,20-0,50 183 191
Sn60Pb38Bi02A Bi02A | 60,0 | REM-37,5 2,5 180 185
Sn60Pb38Cu02A Cu02A 60,0 REM-38,0 Cu=2,0% 183 191
Sn62Pb36Ag02Sh 4A | Ph3asA | 620 | REM-36 0 20 020-0 50 179 ea
Sn62Pb36Ag04B Pb36B 62,0 REM-36,0 2,0 ( \ 179 ea
Sn63Pb37A Sn63A | 63,0 | REM-37,0 A N (\ 183 ea
Sn63Pb37Sb.4A Pb37A 63,0 REM-37,0 O,ZOQ,SB\ 183 ea
Sn70Pb30A Sn70A | 70,0 | REM-30,0 X N ] es | 193
Sn70Pb30Sb.4A Pb30A 70,0 REM-30,0 })\\ZO-Q,\SB\\ \ 183 193
IN12Sn70Pb18/ In12A 70,0 REM-18,0 12,0 \ \ > 153 163
Sn90Pb10A Sn90A 90,0 REM-10,0 ) 183 213

a8 Except whiere otherwise indicated, the component elements in a@ Il n
than or b

more than 0 20 % when their tabulated percentageN Q or\ess
percentagg
than 5,0 npust fall within the foIIowing limits inclusiye (takulated pe
letters "REM" appearing with a NUMBER for an element df an
REMAINDER of that alloy with its actual perce 3

approximdte percentage of that element in the allpy.

b The solidys and liquidus tempera
the formulation of the alloys.

document|the correct soliduspand
temperatuye values before us&

e

vary rom their tabulated|percentage by
ore than 0,50 % when|their tabulated

having a tabulated perc¢ntage of more

to (tabulated percentagp
O O) denote that the elemen

+0,50). The
makes up the

wation only and are not intended to be a|requirement in
isat€s eutectic alloys. Although efforts have|been made to

to verify these

9
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Table B.3 — Composition and temperature characteristics
for specialty (non-tin/lead) alloys ?
Alloy Short Sn Pb Au In Ag Sb Other Temperature
name name component °C
elements
% % % % % % % Solid | Liquid
Ag03Pb97B Ag02B REM-97,5 2,5 304 ea
Ag06Pb94B Ag05B REM-94,5 55 304 380
Au80Sn20A Au80A 20,0 REM-80,0 280 ea
Au82In18A ActrS2Ar REM-82-6-—486 4511 485
Au88Ge124 Au88A REM-88,0 G;\{ 12 0+\r;\ 356 ea
Au97Si03A Au97A REM-96,8 r\&& =3, 36P3 ea
Sn30Cd704 Cd70A | REM-30,0 \Cthey70) P 160
IN0O5Pb92Ag03A | In05A REM-92,5 5,0 2,5 < \ \> 30p 310
IN19Pb81A In19A REM-81,0 190 [ RN Y\ 270 | 280
INn25Pb75A In25A REM-75,0 25,0 \ \/ 250 264
IN30Pb70A In30A REM-70,0 30, ~ x 238 253
In40Pb60A In40A REM-60,0 /tﬂ{kk }/ N 196 225
IN50Pb50A IN50A REM-50,0 /Nsop | [ 180 | 209
IN60Pb40A IN60A REM-40,0 60, \ / 174 185
IN70Pb30A In70A REM-30,0 |/~ NKO 160 174
INBOPb15Ag05A | In80A REM-15,0\ (\ 88,0 \/3,0 149 150
In99A In99A < () \ 99,@ 15 mp
N
a8 Excep] where otherwise |ihdicat \\(\@n}e)nts in each alloy shall not vary from thgir tabulated
percenptage by more than| 0,0\ ulated percentage is equal to or less than 5, or by morg than 0,0 %
when their tabulated g greater\tha 5 0 Xe.g. the actual percentage of a component element having a
tabulafed percentage o in the following limits inclusive (tabulated percentdge - 0,0) to
(tabulated percentage’+0 pearing with a NUMBER for an element of an alloy (e.d. REM-10,0)
denotg ER of that alloy with its actual percentage calculated as|a difference
from 1 indicates\he appr ximate percentage of that element in the alloy.
P The s ure values are provided for information only and are not intended to be a
requir alloys. In the "Liquid" columns, "ea" indicates eutectic alloys and "mp" indicates
the ta

docum
these

érqture representing the melting point for the elements. Although efforts have been made to

ifed to verify
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Table B.4 — Cross reference from solidus and liquidus temperatures
to alloy names by temperature3 ?

Temperature
°C Alloy name
Solid Liquid
96 ea Sn16Pb32Bi52
100 ea Sn34Pb20Bi46
118 ea In52Sn48
120 167 Sn46Pb46Bi08
154 o'l IMZO0SMNSOoFDS T
138 ea sn42Bis8 [
140 160 sn3ocdzd | (N
144 163 Sn43PbgBBN A
145 ea SN50RR3VCA T8
149 150 In8QPb15AgBE I\, )
153 163 C Ih1230708R18 \
156 mp RGN N
160 174 /. \InToEb30 \
174 185 ~ N\ S/ & ineopban”
178 270 \"" [, [sh18PbBOAgO2
179 ea \ \ L\ sn62PpI6Ag025b4
179 ea N\ \Sr62Pb36Ag02
180 185 [ | Sn60Pb38Bi02
180 200\ U In50Pb50
183 < ea DN Sn63Pb37
183 N Yea~_ ) Sn63Pb37Sb4
183 [ 190\ Sn60Pb38CU02
183 N2 < 1 Sn60Pb40
183 TAND Sn60Pb40Sb.4
183 P\ 193 N\ Sn70Pb30
183\ “ra3 Sn70Pb30Sb.4
136 ¢ N\ NEE In20Sn54Pb26
1.3\ N\ 213 Sn90Pb10
483 N ) 215 Sn50Pb49Cu01
183 216 Sn50Pb50
183 216 Sn50Pb50Sb4
183 226 Sn45Pb55
183 238 SA40RLE0
183 238 Sn40Pb60Sb4
183 246 Sn35Pb65
183 246 Sn35Pb65Sb4
183 254 Sn30Pb70
183 254 Sn30Pb70Sb4
183 277 Sn20Pb80
183 277 Sn20Pb80Sb4
184 270 Sn20Pb79Sb01
185 231 Sn40Pb58Sb02
185 243 Sn35Pb63Sb02

3 Footnotes to Table B.4 appear after the table.
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Table B.4 (continued)

Temperature All
"¢ nar?li

Solid Liquid

185 250 Sn30Pb68SH02
185 263 Sn25Pb74Sb01
190 197 Sn89Zn8Bi3

195 225 In40Pb60

196 206 Sn88In8Ag3.5Bi,5
199 ea Sn91Zn9 /N
210 216 Sn92In4Ag3.58i%
213 218 Sn96Ag2,5B8ifCu,5 (N
217 218 Sn95,8Ad3,50u K
217 220 Sn96;5Ag3Cu, B
217 226 $N955Ag3 BQE TN
217 227 {Sn9BAGR 5BMCU,5 \
217 229 3ng5,5R94Cy 5
217 227 [~ S@9Cu.7Ag.3
217 353 AN\ 0/ fsndscudAyt
217 380 N\ )[4 (T9n92cpeAg2
221 ea N Sng6.5Ag3,5

221 224\ Sn97Ag3

221 228 [ "\, Sn96,3Ag3,7

221 240\ \ &\ Sn95Ag5

227 N [ea R4 Sn99Cu.7

227 Ik\ 310 ) Sn97Cu3

232 mp Sn99

235 { H|Q {229 Sn95Sb5

238 258 N\ D In30 Pb70

250 N\ 264 In25Pb75

268 N\ 290" Sn10Pb88AG02
270 X \280 In19Pb81
25\ e P\ 302 Sn10Pb90

0 ea Au80Sn20

\EZB\\‘ N 2 284 Sn05Pb93Ag02
280 305 Sn08Pb92

296 301 Sn05Pb94Ag01
299 307 So2Pb96SHo2
300 310 In05Pb92Ag03
304 ea AgO3Pb97

304 380 AgO6Pb94

305 306 Sn03Pb95AG02
308 312 Sn05Pb95

309 ea Sn01Pb98AGO1
314 320 Sn03Pb97

320 325 Sn02Pb98

356 ea Au88Ge12

363 ea Au97Si03

451 485 Au82In18
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Table B.4 (continued)

Temperature
°C Alloy name

Solid Liquid

@ The solidus and liquidus temperature values are provided for information only and are not intended to
be a requirement in the formulation of the alloys.

In the liquidus columns, “ea” indicates eutectic alloys and “mp” indicates the tabulated solidus
temperature representing the melting point for the elements (IN99A and Sn99A). Although efforts
have been made to document the correct solidus and liquidus temperatures for each alloy, users of
this standard are advised to verify these temperature values before use.

@%
S
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Table B.5 — Cross-reference from ISO 9453 alloy numbers
and designations to IEC 61190-1-3 alloy names4

ISO no. ISO alloy designation IEC 61190-1-3 alloy name

101 S-Sn63Pb37 Sn63PbH37A2

103 S-Sn60Pb40 Sn60Pb40A>

111 S-Pb50Sn50 Sn50Pb50A2

113 S-Pb55Sn45 Sn45Pb55

114 S-Pb60SN40 Sn40Pb60

115 S-Pb65Sn35 Sn35Pb65

116 S-Pb705n30 SA30PB70
p2 S-Pb90Sn10 sn10Pbag
b3 S-Pb95Sn5 snosEhes (N
4 S-Pb98Sn2 SnQ2Pbos?

S-Sn63Pb37Sb

ORI

S- Sn60Pb40Sb

T AN

S-Pb50Sn50Sb

< SnRoPRSOShAT

S-Pb58Sn40Sb2

Sn40Pb8Sbe2”

S-Pb69Sn30Sb1

§n36Pb68Sp02*

S-Pb74Sn25Sb1 M\

5
. ShR5Pb745b01

s-Pb78sn20SpAN N\

() sn20Pb795b01°

S-Sn60Pb38BIZ_

N
perand)

Sh60Pb38BI022

~~—4n60Pb38Bi02A2

12 S-Pb49Sn48Bi3 "\
51 S-Sn50Pb32Cdf8 "\,  Sn50Pb32Cd18?
52 525n50PbagCu  \ A\ Sn50Pb49Cu01?
71 Ss-sne2fb3eaga \ .\ Sn62Pb36Ag02
B 1 N scPbosage XN/ Ag03Pb97’
b2 [ V/5Pro5AYs Ag06Pb94B’
D1 { > 2 5-PgI3SnsAgx Sn03Pb93Ag02’
/N SndEshs Sn95Sb5
1 /\ BSn42> Sn42Bi58
D1 A\ Shoo.36ue7 S$n99,3Cu,7
2 X Snd7Cu3 Sn97Cu3
D1 v M\ 5n9dcu0.7Ag0.3 Sn99Cu,7Ag,3
2 Sn95Cu4Ag1 Sn95Cu4Ag1
)3\ k‘ \ >Sn920u6AgZ Sn92CubAg2
1 % In52Sn48 Sn48in52

Sn88In8Ag3,5Bi0,5

Sn88In8Ag3,5Bi,5

S&2tm4Ag3; 581075

Se2tmaAT35BTS

701 Sn96,3Ag3,7 Sn96,3Ag3,7
702 Sn97Ag3 Sn97Ag3

703 Sn96,5Ag3,5 Sn96,5Ag3,5
704 Sn95Ag5 Sn95Ag5

711 Sn96,5Ag3Cu0,5 Sn96,5Ag3Cu,5
712 Sn95,8Ag3,5Cu0,7 Sn95,8Ag3,5Cu,7
713 Sn95,5Ag3,8Cu0,7 Sn95,5Ag3,8Cu,7
714 Sn95,5Ag4Cu0,5 Sn95,5Ag4,0Cu,5

4 Footnotes to Table B.5 appear after the table.
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Table B.5 (continued)

ISO no. ISO alloy designation IEC 61190-1-3 alloy name
721 Sn96Ag2,5Bi1Cu0,5 Sn96Ag2,5Bi1Cu,5
801 Sn91Zn9 Sn91Zn9
811 Sn89Zn8Bi3 Sn89Zn8Bi3

ISO alloys are based on the listings in ISO 9453. The allowable impurity levels are slightly different
between twelve ISO alloys and the comparable IEC 61190-1-3 alloys.

Antimony (Sb) limits: In ISO alloy

Antimony_limits:

0,1 % or 0,12 % maxima;

InISO alloy 0.12 % to 0.50 %:

in IEC 61190-1-3 alloy
in IEC 61190-1-3 alloy

0,50 % max.;
0.2 % 10 0.50 %:

Antimonly limits:

max.;

Antimonly limits:
Antimonly limits:

Antimonly limits:

In1ISO alloy 0,5 % to 1,8 %;

In ISO alloy
In ISO alloy
In ISO alloy

0,5 % to 2,0 %,;
0,5 % to 3,0 %;

0,1 % maxima;

in IEC 61190-1-3 alloy

in IEC 61190-1-3 allo
in IEC 61190-1-3 allo

in IEC 61190-1{%«/\
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

MATERIAUX DE FIXATION
POUR LES ASSEMBLAGES ELECTRONIQUES -

Partie 1-3: Exigences relatives aux alliages a braser de catégorie
électronique et brasures solides fluxées et non fluxées pour les

applications de brasage électronique

AVANT-PROPOS

1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondial mposée
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationau de a C objet de
favofiser la coopération internationale pour toutes les questions de ines de
I'élegtricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl — entre autres activités\— publ| ionales,
des Bpécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications\aco $) et des
Guides (ci-aprés dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élabo tlon e 'études,
aux |travaux desquels tout Comité national intéressé par le isations
interpationales, gouvernementales et non gouvernementales /en |IaISO aye hent aux
travgux. La CEIl collabore étroitement avec I'Organisation(Inte lon des
conditions fixées par accord entre les deux organisations-

2) Les fécisions ou accords officiels de la C a mesure
du ppssible, un accord international sur l& e tudles etagf\donn€ qu& les Comités nationaux dg la CEI
intérpssés sont représentés dans chaque co S

3) Les Publications de la CEl se présentent sgUs la forme de\recommandations internationales et sont|agréées
comme telles par les Comités nationaux de(la C raisonnables sont entrepris afin qule la CEI
s'asgure de I'exactitude du contenu technlqu 3tions;Aa CEIl ne peut pas étre tenue responpable de
I'éveptuelle mauvaise utilisation\qQu in est faite par un quelconque utilisateur final

4) Dang le but d'encourage IYfités nationaux de la CEl s'engagent, dans|toute la
mesyire possible, a apphquer\de fagn tran garente |lgs Publications de la CEIl dans leurs pubjications
natignales et reglonal ) tre toutes Publications de la CEl et toutes pubfications
natignales ou ré doive indiquées en termes clairs dans ces derniéres.

5) La CEI n'a pré 2 é narquage valant indication d’approbation et n'engage|pas sa
resppnsabilité pour les équij ¢ ¢ onformes a une de ses Publications.

6) Toud les utilisate ) il9 sont en possession de la derniere édition de cette publicatign.

7) Aucyne responsabilité\ nexdoit imputée a la CEIl, a ses administrateurs, employés, auxiligires ou
manlataires pris\ses\experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des [Comités
natignaux de\la CE S dice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tqut autre
dommage de quely & que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris |les frais
de jystie écoulant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEl ou de
toutq autre El, ou au crédit qui lui est accordé.

8) L'attention est, attirée shr les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de pubjications
référencégs est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.

La Cominission Electrotechnique Internationale (CEI) attire I'attention sur le fait qu’il est déclaré que la conformité

avec les dispositions du présent document peut impliquer I'utilisation d'un brevet concernant en particulier les
compositions d’alliages. La CEIl ne prend pas position quant a la preuve, a la validité et a la portée de ces droits de
propriété.

Le détenteur de ces droits de propriété a donné I’'assurance a la CEl qu'il consent a négocier des licences avec des
demandeurs du monde entier, a des termes et conditions raisonnables et non discriminatoires. A ce propos, la
déclaration du détenteur des droits de propriété est enregistré a la CEIl. Des informations peuvent étre demandées
auprés de:

Pour Sn96Ag2,5Bi1Cu,5:

US PAT N° 4879096

Cookson Electronics Assembly Materials

600 Route 440 Jersey City,New Jersey 07304

Pour Sn96,5Ag3Cu,5, Sn95,8Ag3,5Cu,7 et Sn95,5Ag3,8Cu,7:
US PAT N° 5527628
lowa State University Research Foundation, Inc.
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310 Lab of Mechanics

Ames, lowa 50011-2131, U.S.A.

Pour Sn88In8Ag3,5Bi,5:

JP PAT N° 3040929

Pour Sn96,5Ag3Cu,5, Sn95,8Ag3,5Cu,7 et Sn95,5Ag3,8Cu,7:

JP PAT N° 3027441

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Matsushita IMP Building 20F 1-3-7, Shiromi, Chouh-ku, Osaka, 540-6319, Japon

Pour Sn92In4Ag3,5Bi,5

JP PAT N° 2805595

Mitsui M|n|ng & Smeltmg Co., Ltd.

G3 - -11- i i = -

Pdur Sn96,5Ag3Cu,5, Sn95,8Ag3,5Cu,7, Sn95,5Ag3,8Cu,7 et Sn95,5Ag4,0Cu
JPA PAT N° 3027441

Sgnju Metal Industry Co., Ltd.

Sgnju Hashido-cho 23, Adachi-ku, Tokyo, 120-8555, Japon

NOTE |es droits de propriété varient selon le pays de fabrication, de ver wtilisati a i ihale; les
fournissgurs ou les utilisateurs demeurent responsables de I'établisse } icable a
leur propre situation.

L’attentipn est d’autre part attirée sur le fait que certains des élé
droits de propriété autres que ceux qui ont été mentionnés
responsgble de I'identification de ces droits de propriété en(tout O

objet de
ue pour

La Norme internationale CEI 61190- : : [ 8 ité d'é a CEl:
Techniques d'assemblage des composants é i

Cette deuxiéme édition ann Ie et remp ieresédition parue en 2002, et constitue une
révisioh technique. Les ' z iere éditi ernent
une dé&finition de l'alliage a\brase . ernant

les alliages a braser sa

La présente ver' [

Le rapport de » y i i ial bbation
de cette

La version

Cette publication a eté rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série CEl 61190, présentées sous le titre général
Matériaux de fixation pour les assemblages électroniques, peut étre consultée sur le site web
de la CELl.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de
maintenance indiquée sur le site web de la CEIl sous «http://webstore.iec.ch» dans les données
relatives a la publication recherchée. A cette date, la publication sera

* reconduite;

* supprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou
+ amendée.
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MATERIAUX DE FIXATION
POUR LES ASSEMBLAGES ELECTRONIQUES -

Partie 1-3: Exigences relatives aux alliages a braser de catégorie
électronique et brasures solides fluxées et non fluxées pour les

1 Dgd

applications de brasage électronique

ymaine d-application

La présente partie de la CEI 61190 prescrit les exigences et méthode lliages
a braser de catégorie électronique, les brasures en baguette, en rub uxees et
non flyxées, et les pates a braser, pour les applications de brasag bur les
brasurgs de catégorie électronique « spéciales ». Pour les sp latives
aux alliages et aux flux a braser, voir I'ISO 9453, I'ISO 945 a présente
norme| est un document de contréle de la qualité et R ) ) jet de s'intgresser
directe 208 8 i

Les bn qui ne
satisfo et aux
matériagux a braser énumérés a c ingots, les préformes, les
bague ., sont
des expmples de brasures spéciales.

2 Ré

Les d

document. Pour lgs réfe até : édition citée s'applique. Pour les référencg
datées| la dern Ki { cument \d€ référence s'applique (y compris les év
amendements).

IEC 60

CEl 61
Exigen
assem

CEl 61

pcuments de ref

manufacture and assembly — Terms and def

rdispensables pour ['application du présent

es non
pntuels

nitions

ie 1-1:

e 1-2:

190-1-2, Matériaux de fixation pour les assemblages électroniques — Part

Exiger

assemblages de composants électroniques

I 24 Il Lo Il ok H g ) 4 Jigz
CCS TCIalives dUX Pdadl€s UC Uliasayc puur 1€S ITICSTrCUrimic Xiorts utc 11autlc qudiite aans /eS

CEI 61189-5, Méthodes d’essais pour les matériaux électriques, les structures d’interconnexion
et les ensembles — Partie 5: Méthodes d’essai des assemblages de cartes a circuit imprimé

CEI 61189-6, Méthodes d’essais pour les matériaux électriques, les structures d’interconnexion
et les ensembles — Partie 6: Méthodes d’essai des matériaux utilisés dans la fabrication des
assemblages électroniques

ISO 9001, Systemes de management de la qualité — Exigences

ISO 9453, Alliages de brasage tendre — Compositions chimiques et formes
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ISO 9454-1:1990, Flux de brasage tendre — Classification et caractéristiques — Partie 1:
Classification, marquage et emballage

ISO 9454-2:1998, Flux de brasage tendre — Classification et caractéristiques — Partie 2:
Prescriptions de performance

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent?

3.1
essai
essais
I'achet

3.2

alliage

substa

plus dgnt I'un au minimum est un métal élémentaire

3.3
meétal

métal gur lequel les revétements sont

3.4

corroiion (chimique/électrolytique)

attaqu

3.5
densit
masse

3.6

démoyi

situatid
laisser
par un

3.7

eutect
alliage
structu

3.8
eutect

de réception
permettant de déterminer l'acceptabilité d'un produit d'un
eur et le vendeur

hce possédant des propriétés métalliques et compos

He base

des métaux de base

E (outillage phg
volumiqug'dyne’s

~ J e de formes irréguliéres séparés par des zones reco
de Rraswre’sansvque le métal de base ne soit exposé

dont.Ja composition est indiquée par le point d'eutexie sur un diagramme d'équil
re.d'alliage de constituants solides intermélangés formés par une réaction eutecti

entre

ues ou

brasure fondue recouvre une surface, puis se reti:I‘e pour

vertes

bre ou
jue

ique (adj.)

réaction isothermique réversible dans laquelle une solution liquide, en refroidissant, est
transformée en deux ou plusieurs solides intimement mélangés, le nombre de solides formés
correspondant au nombre de composants

1 La remarque faite en anglais ne s’applique pas car il n’existe pas de version francaise de la CEIl 60194.
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3.9

flux

composant chimiquement et physiquement actif qui, lorsqu'il est chauffé, favorise le mouillage
d'une surface métallique de base par la brasure fondue, en enlevant 'oxydation de surface
mineure et d'autres couches de surface et en protégeant les surfaces de la réoxydation
pendant une opération de soudage

3.10

caractérisation du flux

série d'essais qui détermine les propriétés corrosives et conductrices fondamentales des flux
et des résidus de flux

3.1
résidujde flux

contaminant, se rapportant a un flux, présent sur ou prés de la su
braser

xion a

3.12
liquidygs
température a laquelle un alliage a braser passe de la f

3.13
non-ngouillage (brasure)
adhérgnce partielle de la brasure fondde aun contact

et donf le métal de base reste exposé

3.14
brasage sans plomb
alliage|a braser dont la te

3.15
brasune
alliage|de métal

NOTE
tendre».

soudure

3.16
brasabi
aptitud

3.17
solidug
température-a-lag : lage-a3-brasserpasse-ds

3.18

mouillage, brasure

formation d'une couche de brasure relativement uniforme, lisse, non cassée et adhérente au
métal de base

4 Classification

Les matériaux de brasage couverts par la présente norme doivent étre classés selon la
composition de l'alliage, la forme de la brasure, le type de flux, le pourcentage de flux et
d'autres caractéristiques propres a la forme du matériau de brasage.
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4.1 Composition de I’alliage

Les alliages a braser couverts par la présente norme sont les alliages énumérés aux Tableaux
B.1, B.2 et B.3 et comprennent I'étain et I'indium purs. Chaque alliage est identifié par un nom
d'alliage composé d'une série de caractéeres alphanumériques. Ces caractéres identifient les
éléments composant l'alliage par un symbole chimique et un pourcentage nominal en masse.
lls se terminent par une lettre de la variante de l'alliage attribuée de fagon arbitraire (A, B, C,
D). Les alliages sont également identifiés par un symbole d'alliage. Il s’agit d’'une désignation
alphanumérique composée du symbole chimique de I'élément principal de I'alliage (voir Article
A.4), du pourcentage nominal de cet élément dans l'alliage et de la lettre de la variante de

I'alliage attribuée de fagon arbitraire.

Les T4bleaux B.1, B.2 et B.3 présentent la composition, le symbole et
thermiques de l'alliage; le Tableau B.4 établit les correspondances e

soliduqg et liquidus et les noms des alliages, et le Tableau B.5 établit les
les numéros des alliages ISO et les désignations de I''SO 9453 et le
4.2 Forme de la brasure
Le Tahleau 1 présente les formes des matériaux a bras
accompagnées de leurs symboles désignés par une se
Tableau 1 — Matéri 3 7\
Symbole d'idenlﬁcw h F@rme(ee l&ﬁaéurs/
F X Fm«\(unhue@zét)
P ( . Pé%\(créme)
B \ \ %uette
. \ \(D ~ \\/ Poudre
I R(\ \/ Ruban
OR IR
\/\ S\ \ Spéciale
4.3 Type de fl
Les types ds es s/sur les brasures couvertes par la présente norm
présenié sau 2. Les exigences relatives aux flux sont couvertes
CEI 61/190

stiques

aratures

5 entre

horme,

e sont

par la
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Tableau 2 — Types de flux et symboles de désignation
Matériaux Niveaux d'activité de flux Indicatif CEI Indicatif ISO
de composition b du flux © du flux @
du flux 2 % en masse d'halogénures
Colophane Faible (<0,01) LO ROLO 1.1.1
(RO) Faible (<0,15) L1 ROL1 1.1.2.W, 1.1.2.X
Modéré (<0,01) MO ROMO 1.1.3.W
Modéré (0,15-2,0) M1 ROM1 1.1.2Y,11.22
Elevé (<0,01) HO ROHO 1.1.3.X
Elevé (>2,0) H1 ROH1
Rgsine Faible (<0,01) LO RELO
RE) Faible (<0,15) L1 REL1
Modéré (<0,01) MO RE
Modéré (0,15 — 2,0) M1 REM1
Elevé (<0,01) HO
Elevé (>2,0) H1 HA
Ordanique Faible (<0,01) LO LO
OR) Faible (<0,15) L1 ORL -
Modéré (<0,01) 0 @R -
Modéré (0,15 — 2,0) M1 OoRM1 21.2,2.2.2
Elevé (<0,01) HO ORHO 2.2.3.0
Elevé (>2,0) HI O\ ORH1 222
Inorganique i \) INLO Sans objet
IN) INL1 (Le flux inorganique
INMO ISO est différgnt)
INM1
INHO
INH1
@ Les|flux sg isponi Ie\s%orme S (solide), P (pate/créme) ou L (liquide).
® Voir 7. . | 6 0-1-1 pour comparer les catégories de composition RO, RE, OR
et IIN i x d'acgtivité L, M et H avec les catégories traditionnelles telles que R, RMA,
RA,|hy faible teneur en solides «pas nettoyés».
0 el 1 nt rgspectivement l'absence et la présence d'halogénures. Voir 4.2.3 de la
CEI161190x1-1 p une explication de la nomenclature de L, M et H.
4 Les désignations I1SO sont identiques aux indicatifs CEl avec de petites différences au| niveau
des caracteristigques:
4.4 Pourcentage de flux et teneur en métal

Le pourcentage nominal de flux, en masse, des produits a braser sous forme solide est défini
comme le pourcentage de flux. Le pourcentage de flux dans/sur les brasures solides est
désigné par un seul caractére alphanumérique, conformément au Tableau 3. La « teneur en
métal » correspond au pourcentage de métal dans la pate a braser (voir CEl 61190-1-2).



https://iecnorm.com/api/?name=4def8634e5b992ebbd75ec249bf77c89

61190-1-3 © CEI:2007

— 45—

Tableau 3 — Pourcentage de flux

Symbole de Valeur Plage Symbole de Valeur Plage Symbole de | Valeur Plage
désignation | nominale | admissible | désignation | nominale | admissible | désignation | nominale admissible
% % % % % %

0 Aucune 5 2,5 22-28 A 5,0 4,7-53
1 0,5 0,2-0,8 6 3,0 2,7-3,3 B 5,5 52-5,8
2 1,0 0,7-1,3 7 3,5 3,2-3,8 c 6,0 5,7-6,3
3 1,5 1,2-1,8 8 4,0 3,7-43 D 6,5 6,2-6,8
4 '71n 117 ’71'2 Q A’l-'\ /1”7 A,Q

4.5 Autres caractéristiques

Les bras fil sont

cIasséEs selon la taille du fil ruban

sont cl S hssées

selon |p répartition granulométrique et la masse unitaire d

5 Exigences

5.1 Matériaux

Les matériaux doivent étre utilisés de sO igences

spécifiees. L'utilisation de matériaux re¢ QU ecy és est recommandee Les malterlaux

récupérés ou recyclés doivent etre de qu nilaires

relativgs aux matiéres prep

5.2 Alliages

L'alliage a bras voir Annexe B). Pour les besoins de la priésente

norme/ les alliage clectronique sont tous ceux énumérés aux Tgbleaux

B.1, B2 et B.3, y 99) et l'indium pur (In99). Les éléments d'un |alliage

énuméfés aux T 3.3 sont considérés comme les éléments constitytifs de

cet alllage. S stitutifs d'un alliage sont acceptables, tous les |autres

éléments so(t de pour cet alliage. Dans toute la mesure du possible ¢t sauf

spécificati métal de l'alliage a braser, y compris la poudre a brasgr, doit

représen omogene d'éléments constitutifs de I'alliage, de sorte que ¢haque

particule d apstituée du méme alliage. Sauf spécification contraire, le pourcentage

en masse d'éléments\impurs dans les alliages identifiés par le suffixe “A”, “B” ou “C” he doit

pas dgpasser aleurs suivantes et celles présentées en 5.2.1, 522 et|5.2.3,

respectivement. Le pourcentage en masse d'éléments impurs dans les alliages identifiég par le

suffixel D™ doit satisfaire aux nyignnrne de 524

Ag: 0,05 Au: 0,05 Cu: 0,05 Ni: 0,01 Sn: 0,25
Al: 0,001 Bi: 0,10 Fe: 0,02 Pb: 0,10 Zn: 0,001
As: 0,03 Cd: 0,002 In: 0,10

Le pourcentage de chaque élément dans un alliage doit étre déterminé par toute méthode
analytique normale. La chimie par voie humide doit étre utilisée comme méthode de référence.

5.2.1 Alliages de variante A

Dans les alliages identifiés par le suffixe “A”, le pourcentage en masse d'antimoine (Sb) en tant

qu'impureté ne doit pas dépasser 0,50.
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5.2.2 Alliages de variante B

Dans les alliages identifiés par le suffixe “B”, le pourcentage en masse d'antimoine en tant
qu'impureté ne doit pas dépasser 0,20.

5.2.3 Alliages de variante C

Dans les alliages identifiés par le suffixe “C”, le pourcentage en masse d'antimoine en tant
qu'impureté ne doit pas dépasser 0,05.

5.2.4  Alliages de variante D

Les alllages identifiés par le suffixe “D” sont des alliages ultra purs destinéga#@ ilisgs dans
des applications a accés facile de fixation de puce. Dans les aIIiages identifié suffixe
er 0,05
nts ne

et Ie ppurcentage combiné total en masse de chacun des ensembl
doit pajs dépasser 0,000 5:

Ensemple 1: Be, Hg, Mg et Zn. Ensemble 2: As,
5.3 Formes de brasure

La présente norme concerne les brasures en bag en/fi t en poudre, ainsi que
les brgsures spéciales. Généralement, et les poudres a brgser ne
sont pas fluxées; les brasures en fil, nt étre non fluxées| a flux
incorpgré, enrobé ou a la fois a flux\i 3 et 3. |l/convient que les utilisateurs
determment a partir de sources prospecii ori ¢s de forme de brasure nprmale
disponjbles et qu’ils spécifient, dans todte la_mesur du pQssible, les caractéristiques ngrmales.

5.3.1 Brasure en bagdette

La sedtion, la longueu ¢ i deivent étre telles que spécifiées (voir|Article

A.2 c)). Sauf spécification coniraj inNArtisle A.2 d)), la section réelle ne doit pas vdrier de
plus d¢ 50 % @» ¥ inaJé, la longueur réelle de plus de 20 % et lajmasse
réelle de plus de S ettes dont les configurations d'extrémité sont spécialeq, telles

que crgchets ou cej ‘ C S comme des brasures spéciales.

5.3.2

La taille dun{i flux" et le pourcentage de flux doivent étre tels que spécifigs (voir
Article | A . pécffication contraire (voir Article A.2 f)), les brasures en fil goivent
comporgter u ion circulaire, la taille du fil doit représenter le diamétre extérieur nominal
du fil ¢t le_diamé oxtérieur réel du fil ne doit pas varier de + 5 % ou de £ 0,05 mim par
rapporf au 'diameétre Hominal, la valeur la plus élevée étant retenue.

5.3.3 Brasure en ruban

L'épaisseur et la largeur du ruban, le type de flux et le pourcentage de flux doivent étre tels
que spécifiés (voir Article A.2 g)). Sauf spécification contraire (voir Article A.2 h)), les brasures
en ruban doivent comporter une section rectangulaire et I'épaisseur et la largeur réelles ne
doivent pas varier de £ 5 % ou de = 0,05 mm par rapport a leurs valeurs nominales, la valeur la
plus élevée étant retenue.

5.34 Poudre a braser

La dimension granulométrique et la forme de la poudre doivent étre telles que spécifiées (voir
Articles A.2 i)) et A.2 j)). Les caractéristiques de six poudres a braser normales de
granulométrie 1 a 6 sont présentées au Tableau 4. Lorsque la forme n'est pas spécifiée, la
poudre a braser doit étre sphérique. Dans toute la mesure du possible, la poudre a braser doit
étre lisse, brillante et exempte de petites particules et d'oxydes adhérents.
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NOTE Les poudres a braser constituées d'alliages a forte teneur en plomb ne sont pas “brillantes” par nature,
mais il convient qu'elles n'apparaissent pas anormalement sombres. Les poudres a braser contenant plusieurs
alliages a braser (poudres a alliages multiples) sont considérées comme des brasures spéciales.

Tableau 4 — Poudres a braser normales

Symbole de Pourcentages de poudre en masse
granulométrie
de la poudre Aucun Moins de 1 % 80 % minimum | 90 % minimum | Moins de 10 %
supérieur a supérieur a entre entre inférieur a
um um um um um
1 160 150 150 - 75 20
2 80 75 75 - 45 a 20
4 45 -2 /\\ 2
3 50 5 5 5 ~ 0
4 40 38 {\\ \ 20
5 28 25 1\5/
6 18 15 \ \/5
5.3.4.1 Dimension granulométrique de la poud
La dimension granulométrique maximale doit : inée tonformément a la mjéthode
d'essal 6X04 de la CEI 61189-6. La xépartifis iqué de la poudre dqit étre
déterminée conformément aux méthode . 03 de la CEI 61189-4.
5.3.4.2 Forme de la poudre
La forme de la poudre a braser dajt é grminéeMpar observation visuelle a l'aide d'un
microsgope binoculaire i t suffisamment fort, par la méthgde du
diffuseur a faisceau nethode appropriée d'analyse d'imagerie
microsgopique. Les pg eur minimale en particules de 90 %4 a été
déterminée visue jongueur/largeur inférieur ou égal a 1:2 ¢goivent

étre cognsidérée
déviatipn du diffusé
résultats visuels

sphétiques. Les poudres a braser dont le factleur de
eux ou le résultat de I'analyse d'image est identique aux
t étre considérées comme des poudres sphéfriques.

Toutes| les autres\poudr i f considérées comme non sphériques.

5.3.5

Toutes a1 es’et tolérances pertinentes relatives aux brasures de forme spéciale
doiveng é ocifiées (voir Article A.2 k)). Les brasures spéciales comprennent touies les
brasurgs quitne sont pas entierement conformes a une autre classification de brasure idéntifiée
dans ¢e/document ou dans la CEl 61190-1-2. Les brasures spéciales comprennen{, sans

toutefdis\sg'y limiter, les anodes, baguettes a extrémités en crochet ou a ceillet, puces, lingots,
poudres a alliages multiples, pastilles, préformes, anneaux, gaines, etc.

5.4 Type et forme de flux

Le type et la forme de flux doivent étre tels que spécifié (voir Article A.2 I)). Les flux utilisés
dans la fabrication des produits a braser doivent satisfaire aux exigences de la CEl 61190-1-1.
Les flux doivent avoir été entierement soumis a essai et caractérisés conformément a la
CEI 61190-1-1, et ne doivent pas avoir été altérés depuis les essais, a I'exception de I'ajout de
plastifiants inertes.
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5.4.1 Pourcentage de flux

Le pourcentage en masse de flux dans/sur les brasures doit étre tel que spécifié (voir Article
A.2 m)). Pour les brasures fluxées autres que la pate a braser, le pourcentage de flux est
identifié conformément au Tableau 3. Le pourcentage de flux de la brasure enrobée et/ou a
flux incorporé doit étre déterminé conformément a la méthode d'essai 6C09 de la CEI 61189-6.

5.4.2 Ames de brasure

Sauf spécification contraire (voir Article A.2 n)), la ou les @mes des brasures a flux incorporé
peuvent étre de toute construction, a condition qu'elles soient continues et uniformes dans la
section et disposées symétriquement dans la brasure. Le cas échéant, il convient de sceller la
ou les[ames de Ta brasure aux deux exiremites par un moyen appropri n deviigr toute
perte du flux.

5.4.3 Revétements de brasure

Sauf spécification contraire (voir Article A.2 0)), les revétements 3 2 penrobé
doivenf étre secs et non collants, de sorte que les piéces indlyi S 5 entre
elles lgrsque la température et I'humidité sont maintenu 2 ) et de
60 % HR.

5.5 Siccité des résidus de flux

Lorsque spécifié (voir Article A.2 p)), ¢&s earacteristiques d@c' 2Si ilon des
brasurgs fluxées doivent étre déterminges™confor eme : : ' i 4 de la
CEI 61/189-5. Lorsqu une brasure fluxéeNest™s S8 sal conformément a la mgthode
d'essal 5X12, ettoyées” et, lorsque spécifig, des
brasurgs d’autres types de flux, ne doivent § s (‘non collant’).

5.6 Projection

Lorsque spécifié fyoir Artlcle A S yractéristiques de projection des brasurgs a flux
incorpgré en fil :@ 4 i . détefminées conformément a la méthode d'essai 5X13
de la JEI 61189-5

5.7

Lorsque spécifié i i r)), les caractéristiques de groupement de brasure|fluxée
doiven & ine mément a la méthode d'essai 5X14 de la CEI 61189-5. Ljorsque
la brag \ise a essai conformément a la méthode d'essai 5X14, le flux doit

favoriser I' i 4 brasure fondue sur le coupon, afin de former sur I'ensentble du
coupor : de brasure devant se déposer en une fine bordure. Aucun signe de
démoujllage ;ou de~ron-mouillage ne doit apparaitre. Aucun signe d'éclaboussure ne doit

appargaitre; comme la presence de part|cules de flux et/ou de résidus de qux a Iexter eur du

nécessairement signe de démouillage ou de non- mounlage

5.8 Etiquetage pour l'identification des produits

Sauf spécification contraire (voir Article A.2 s)), le nom ou le symbole de l'alliage ainsi que le
nom du fabricant ou le symbole couramment accepté doivent étre inscrits sur les baguettes a
braser. Sauf spécification contraire, les informations suivantes doivent étre inscrites sur les
bobines, les boitiers et les récipients de brasures en fil, en ruban et en poudre, ainsi que sur
les documents écrits accompagnant les brasures en baguette et spéciales.

a) le nom et I'adresse du fabricant;
b) le numéro et I'indice de la révision de la présente norme;

c) la description du produit & braser ainsi que la désignation du fabricant du produit a braser;
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d) la masse nette de la brasure (ainsi que la masse unitaire nominale de la brasure en
baguette);

e) le ou les numéros de lot;
f) la ou les dates de fabrication;
g) la durée de vie utile prévue du produit a braser, s'il y a lieu;

h) tous les marquages relatifs a la santé et a la sécurité, y compris les marquages “sans
plomb" ou “contenant du plomb”;

i) toute autre information pertinente relative a une forme de brasure particuliére;

j) tout autre marquage ou étiquetage spécifié dans le contrat ou le bon de commande.

5.9 Qualité d'exécution

Les prpduits a braser doivent étre de qualité uniforme et sans défaut
durée ge vie ou d'affecter 'aptitude a I'emploi ou I'aspect.

6 Dispositions relatives a I'assurance de la qualit

6.1 Responsabilité du contréle et de la conformité

L'utilisateur doit spécifier les contréles de qualification e} d' - la qualité (voir|Article
A.2 t))]. Le fabricant du produit a bya : alisation des contrdles de
qualifigation et d'assurance de la quafié. f &r’ses propres installatijons ou
toute dutre installation appropriée a la realisati . contcoles spécifiés a cet égard, gauf en
cas de|désaccord de I'utilisateur.

Le fabricant est chargé de vrés a
I'utilisi du bon
de co : i i » pntrole
ne doit g ilité.

Les mifatériaux @ 8 pré le des
exigenges de |'Artic|é § e définis
dans la présente/sp me de
contrél 3 e du contractant. Le vendeur doit s'assurer que tqus les
produifs ou fgurmi I'acceptation de I'utilisateur sont conformes a I’ensemble des
exigenpes.du'contra 'achat

6.1.1 urance de la qualité

Lorsqu ilisateur, un programme d'assurance de la qualité pour le matériay fourni
dans l¢ a présente spécification doit B 1'1SO
9001, ouwel gue cc anu-entre 'utilisateur ¢ esonnel

6.1.2 Matériel d'essai et installations de controle

Le matériel d'essai/mesure ainsi que les installations de contréle de précision, de qualité et en
quantité suffisantes pour la réalisation du ou des contrbles requis, doivent étre mis en place et
entretenus ou définis par le fournisseur. L'établissement et la maintenance d'un systéme
d'étalonnage pour le contréle de la précision du matériel de mesure et d'essai doivent étre
conformes aux exigences d'ordre général de la CElI 61189-5 et de la CEI 61189-6, selon le cas.

6.1.3 Conditions de controle

Sauf spécification contraire, tous les contréles doivent étre effectués conformément aux
conditions d'essai spécifiées a I'Article 5.
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6.2 Classification des contréles
Les contrdles spécifiés dans la présente norme sont classés comme suit:

a) contrble des matériaux (6.3);

b) contréle de qualification (6.4);

c) assurance de qualité (6.5).

Les Figures 1 a 4 illustrent les formulaires appropriés, et recommandés, pour consigner les
résultats des contréles sur les brasures d'alliage et de forme solide. S'il y a lieu, il convient

d'inscrire les résultats définitifs sur les formulaires. Lorsque les résultats définitifs ne sont pas
requis ou appropriés, il convient d'indiquer par une marque les contréles achevés avec succes

sur les|formulaires.

r
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Rapport d'essai relatif aux alliages a braser
(pour les alliages de suffixe A, B et C)

Inscrire les informations appropriées dans la partie supérieure et les colonnes relatives aux
exigences du rapport et compléter le rapport en inscrivant les résultats des essais ou en
cochant les cases appropriées.

Désignation de I'alliage:

Identification du fabricant:

Numéro de lot du fabricant:

Date df fabrication: T~
Date dp la fin du controdle: Résultats gIobauxﬂéAcceW__Rejet
Méthodes d'essai utilisées: /\ “
AN N/
Contrd]e réalisé par: Attesté par :&\ \\\\ >
Eléments Pourcentages requis
En tant En tant &ptation/Rejet? Esshi réalisé
qu'élément de qu'impureté paf et date
I'alliage
= T NIASN AW I
Al 0,001 Mag O |/
As 0,03 Mg»(L
Au 0,05 Max (] )
NN
cd N 0,002 Max )
co [ 00549
D RO REEC N
" CONIE\TY
Ni <\ 0,01 Max
Pb /\\ \ 0,10 Max
Sb? X\ N\~ 0,50 Max
< 0,20 Max
___ 0,05 Max
Sn \/ 0,25 Max
Zn 0,001 Max

1 Résultats globaux: Cocher «Acceptation» lorsque les résultats de I'essai pour I'ensemble des éléments sont
conformes aux exigences, sinon cocher «Rejet».

réelle, sinon, inscrire «R».

Sb dans la colonne 3.

Commentaires:

Acceptation/Rejet: Inscrire «A» pour un élément lorsque les résultats de I'essai sont conformes a I'exigence

Lorsque l'antimoine (Sb) est une impureté dans l'alliage soumis a l'essai, vérifier le pourcentage approprié de

Figure 1 — Formulaire pour les essais sur alliages a braser
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Rapport d'essai relatif aux poudres a braser

Inscrire les informations appropriées dans la partie supérieure et les colonnes relatives aux
exigences du rapport et compléter le rapport en inscrivant les résultats des essais ou en

cochant les cases appropriées.

Désignation de l'alliage:

Identification du fabricant:

Numeéro de lot du fabricant:

Date d

Date de

Méthodes d'essai utilisées:

Contrdle réalisé par:

Dimension granulométrique de la poudre:

e fabrication:

la fin du controle:

Resultats globaux1: Nlon 1

Rejet

Attesté par :
7

Contréles

Exigences

Résultat
d'essai ob@

A\
\\
A@NRW

Egsai réalisé
par et date

Matériau

N\~

Visuel

(

)

Alliage

/)
AL/ A

Dimensjon granulométrique

maximj:e de la poudre:

0 % su

érieure a

um

L

Dimendion granulométrique

delap

<1 % dupérieure a

>80 %
i
>90 %
i
<10 %

udre:

comprise entre

comprise ’

inférieure a A\

N
&

Forme

e la poudrcx

N

1 Rés|
confi

2 Accqg

réellg

Commes

ntdires:

nts sont

bxigence

Figure 2 — Formulaire pour les essais sur les poudres a braser
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Rapport d'essai relatif aux brasures non fluxées

Inscrire les informations appropriées dans la partie supérieure et les colonnes relatives aux
exigences du rapport et compléter le rapport en inscrivant les résultats des essais ou en

cochant les cases appropriées.

Désignation de la brasure:

Objet du contréle:

Qualification

Assurance de qualité A Numéro de lot du fabricant:

Numéro d'identification du LPH:

Identification du fabricant:

Allongement de la durée de conservation

Assurance de qualité B Date de fabrication:

/\

Premiére date I|m|te

'u |I|

oA

Herformance Date limite d'utilisation révisée:

Date dg la fin du contréle: Résultats glw ep %/_Rejet
Méthodes d'essai utilisées: \ \ \ >
Contrd]e réalisé par: Akést % \

Controles Exigences e\s\ylft% ceptation/Rejet2 Esgai réalisé

yaN /d&i obéfn@ 5 pdr et date
Matériaju \ \ )
Visuel
e

___Digmaétre du fil ou < :B

__Lalgeur du ruban ou
Lomgueur de la bagu

_Epgisseur du b
Se

____Segtion — bagL?t\
Autres essais)/l‘&@\ \

<é/7j/

Alliage NI\
AN

X

\
)

1 Résultats globaux: Cocher «Acceptation» lorsque les résultats de I'essai pour I'ensemble des éléments sont

conformes aux exigences, sinon cocher «Rejet».

2 Acceptation/Rejet: Inscrire «A» pour un élément lorsque les résultats de I'essai sont conformes a I'exigence

réelle, sinon, inscrire «R».
Commentaires:

Figure 3 — Formulaire pour les essais sur les brasures non fluxées
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Rapport d'essai relatif aux brasures fluxées en fil/ruban

Inscrire les informations appropriées dans la partie supérieure et les colonnes relatives aux
exigences du rapport et compléter le rapport en inscrivant les résultats des essais ou en

cochant les cases appropriées.

Désignation de la brasure:

Numéro d'identification du LPH:

Objet du contréle:

Qualification Identification du fabricant:

Assurance de qualité A Numéro de lot du fabricant:

Assurance de qualité B Date de fabrication:

/\

______Allongement de la durée de conservation Premiére date I|m|te 'u |I| orN |
Herformance Date limite d'utilisation révisée:

Date dg la fin du contréle: Résultats QIW ep %/_Rejet
Méthodes d'essai utilisées: \ \ \ >
Contrd]e réalisé par: Akést % \

Controles Exigences esyita ceptation/Rejet2 Esgai réalisé

yaN /d&i obéfn@ 5 pdr et date
Matériaju \ \ )
Visuel
(e

___Digmaétre du fil ou < :B

L1rgeur du ruban ou
___Lomgueur de la bagu

____Epgisseur du&kb/a}

Sqction — baguet

Autres

essaisﬁ‘s&@\ \

<é/7j/

Alliage

N\ XX
AN

Flux

D3N

Pource

Mouilla

1tage\de\fl
2

je

1 Résultats globaux: Cocher «Acceptation» lorsque les résultats de I'essai pour I'ensemble des éléments sont

conformes aux exigences, sinon cocher «Rejet».

2 Acceptation/Rejet: Inscrire «A» pour un élément lorsque les résultats de I'essai sont conformes a I'exigence

réelle, sinon, inscrire «R».
Commentaires:

Figure 4 — Formulaire pour les essais sur les brasures fluxées en fil/ruban
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6.3 Contrdole des matériaux

Le contréle des matériaux doit consister en des certifications accompagnées de données de
vérification confirmant que les matériaux utilisés pour la fabrication des produits a braser sont
conformes aux spécifications et aux normes de référence applicables avant utilisation. Il
convient d'intégrer les certifications et les données de vérification applicables aux échantillons
d'essais de qualification au rapport d'essai de qualification.

6.4 Controles de qualification

Les contréles de qualification consistent a examiner et a soumettre a essai les matériaux,
procédés et produits nécessaires pour s'assurer que l'unité de fabrlcatlon dispose des

contréles de qualification normaux des produits a braser
énumérés dans le Tableau 5. Sauf spécification contraire
qualifigation doivent étre effectués selon les procédure

6.4.1 Taille d’échantillon

Il conv|ent que les tailles d'échantillon tréle a

réalisef.

6.4.2 Programme de contréle

L'échahtillon doit étre sou

\(,/ t ‘I\esr\ N > Qualification Assurange de qualité

Matérigu /\ >

Visuel

N\
Compdsition d%\l’allhgex \ )

Caract é@tm\ﬂ&\‘ \

Caract aristm{(ﬁﬂw\

Pourcgntage_de fI&\)

X | X | X[ X|X]|X

Dimensgiofi.granulométrique de la poudre

Dimenston granutometrique maximale de fa poudre

XXX |[X[X|X|X|X]|X

Forme de la poudre

Siccité des résidus de flux

Groupement de brasure

Projection

X | X[ X|X|X|X

Emballage

6.5 Assurance de qualité

Le fabricant du matériau doit effectuer les contréles nécessaires pour s'assurer que le procédé
est sous contrble et que le produit respecte les limites de la spécification.
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6.5.1 Programme de contréle

Le matériau doit étre soumis aux contrbles spécifiés au Tableau 5.

6.5.2 Plan d’échantillonnage

L'échantillonnage et le contrble statistiques doivent étre conformes a un programme qualité
convenu (entre l'utilisateur et le fournisseur) (voir 6.1.1.).

6.5.3 Lots refusés

Lorsqu'un lot d'inspection est refusé, le fournisseur peut le modifier pour corriger les défauts

ou retifer les éléments défectueux puis le soumettre a un nouveau contrdle lots,soumis a
un noyveau contrdle doivent étre vérifiés plus rigoureusement. Ces lot 3parés
des nquveaux lots et doivent étre clairement identifiées comme lot buveau
contréle.

6.6 Préparation des alliages a braser pour essai

6.6.1 Ame

Retiren soigneusement cing piéces (d'environ 50 mm/de longhde g en fil et en rupan a flux
incorpg : e cas, conformément aux
méthotes suivantes. Avec un grossiss S : i isuellement l'uniformité de la
longuepr et la continuité, I'homogénéité e ‘ xtrémités de chaqug piéce de
50 mm|.

6.6.1.1

Maintehir la brasure en fi le>point désiré pour la séparation qur une
flamme blanche telle que - gilité a
chaud,| entrainant des que la
continyité du flux.

NOTE |l convient de ;é i liamétre
pour s'a

6.6.1.2

A l'aid couper
soigne de la
brasur

7 Prgparation pour la livraison — Conservation, boitier et emballage

Sauf spécification contraire dans le contrat ou le bon de commande, la conservation, le boftier,
I'emballage et le marquage extérieur des produits de brasage doivent étre de qualité identique
ou supérieure aux pratiques commerciales normales du fournisseur.
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Annexe A
(informative)

Sélection de divers alliages et flux destinés
a étre utilisés pour le brasage électronique —
Informations générales concernant la CEl 61190-1-3

La présente annexe comporte des informations d'ordre général et explicatif pouvant étre utiles,
mais non obligatoires, pour I'application de la présente norme.

A.1 Utilisation normale

Les alli verses
applicgti cial et,
lorsqu'e ica g équipgments
électroni ¢ % général
concer rasage
électropi verses
entrepyi X ainsi
que po

A.1.1

Les all ; 'dutexie,
sont ufilisés pour les connexions a bras hles” de matériel et pour de nombreuses
applicgti 2R gamme d'alliages est disponible pour
s'adap telles que I'étamage des sorjies et
I'assen

A.1.1.1

Une lépé emment
ajoutéeg aux alllaes s o 3 'étain, 3Vi 5 i e[gte de
I'étainy elle de
poudre Btain a

été supprivés : i indi '‘étain»
n'appa 5.JQrse 3 2lgments
métalli xrconségquent, I'ajout d'antimoine dans les alliages a braser a base d'gtain et
de plo n co(t supplémentaire inutile. Bien que I'antimoine n'entraine pas de
proble rfajorité i 3 Ia formation rapide d'intermétalliques

A1.1.2 Alliages de bismuth

Le bismuth est utilisé dans les alliages de brasage pour parvenir a des températures de
brasage ultra basses. Les alliages de bismuth présentent généralement de faibles
caractéristiques de mouillage et possédent des propriétés diélectriques élevées.

A1.1.3 Alliages de cadmium

Les alliages de cadmium sont utiles pour la protection électromagnétique. Du fait des effets
cancérigénes éventuels du cadmium, il convient de prendre des mesures de sécurité
personnelle appropriées lors du brasage avec des alliages contenant du cadmium.
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A1.1.4 Alliages de cuivre

Le cuivre est ajouté aux alliages étain-plomb pour réduire la dégradation de la pointe des fers
a braser utilisés dans les opérations de brasage manuel.

A.1.1.5 Alliages d'or

Les alliages d'or ultrapur sont utilisés dans les applications a acces facile de fixation de puces.

Les all
sont ut

A11.

iages d'or normaux sont préférables pour les ensembles hybrides de haute fiabilité et
ilisés pour les assemblages fonctionnant aux hyperfréquences.

Alliages d'indium

Les all

de lon
présen
pas utlli
fermés
les ass

Il est
d'indiu

importante.

A.1.1.7

revétegents en or tant que la température de brasage de 120 °C n'est

m avec cuivre, du fait de la formation

Alliages d'argent

argent sont fréquemment utiligés sur

Les alliages argent-étain, argent-plomb et-étain-plon S
des pdrties a braser arge ees pour V|te iviatisgy’de I'argent avant la fin du brasage.

L'argent est également alf

et renf

A.1.1.8

Bien q

il a ét¢ inclus daf

commeg

nur

et.ay plomab poupmodifier les caractéristiques therpniques

brcer la brasure.

AIIia<e>é aj
e I'alliage etat

poine soit principalement un alliage non électronique,
que certains fabricants de matériels électrgniques
ncent a I'utjlise é ormes aux initiatives relatives au brasage « sans plomb ».

ent quedles dosuments d'acquisition comprennent les éléments suivants:

néro, revision, titre et date de la présente norme;

deés

)
)

c) section, longueur et masse unitaire nominale de la brasure en baguette (voir 5.3.1);
)

ignation de ['alliage (voir 5 2):

tolérances de section, de longueur et de masse unitaire pour la brasure en baguette,

lorsque différentes (voir 5.3.1);

e) taille du fil, type de flux et pourcentage de flux de la brasure en fil (voir 5.3.2);

f) tolérance du diamétre du fil, lorsque différente (voir 5.3.2);

g) épaisseur, largeur, type de flux et pourcentage de flux de la brasure en ruban (voir 5.3.3);

h) tolérances d'épaisseur et de largeur du ruban, lorsque différentes (voir 5.3.3);

i) numéro de dimension granulométrique normale de la poudre (voir 5.3.4 et Tableau 4) ou
caractéristiques de dimension granulométrique de la poudre non standard;

j) forme de la poudre, lorsque différente (voir 5.3.4);
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